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Beschreibung

Herstellung eines optoelektronischen Bauelements

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines

optoelektronischen Bauelements.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2013 220 790.5, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Ein optoelektronisches Bauelement kann einen optoelektroni-
schen Halbleiterchip zum Erzeugen einer Lichtstrahlung und
wenigstens einen Leuchtstoff zur Strahlungskonversion aufwei-
sen. Der oder die Leuchtstoffe kénnen einen Teil der Licht-
strahlung des Halbleiterchips in eine oder mehrere andere
Lichtstrahlungen konvertieren. Auf diese Weise kann eine
Mischstrahlung erzeugt werden, deren Farbort abhédngig ist von
dem Verhaltnis aus konvertierter zu unkonvertierter Strah-
lung. In einer bekannten Ausgestaltung ist eine als Konversi-
onskorper dienende plane Schicht, welche den wenigstens einen

Leuchtstoff aufweist, auf dem Halbleiterchip angeordnet.

In einem bekannten Herstellungsverfahren werden mehrere opto-
elektronische Halbleiterchips auf einem Trager angeordnet.
Mehrere Konversionsschichten, welche getrennt von den Halb-
leiterchips gefertigt werden, werden auf den Halbleiterchips
angeordnet. Bereiche zwischen den Halbleiterchips und um die-
se herum werden mit einer reflektiven Masse vergossen. Nach-

folgend kann diese Anordnung vereinzelt werden.

Um bei dem Aufbringen der reflektiven Vergussmasse ein Benet-
zen von Vorderseiten der Leuchtstoffschichten zu vermeiden,
wird eine Ausgestaltung mit scharfen vorderseitigen Kanten
angestrebt. An derartigen Vorderkanten kann die reflektive
Vergussmasse aufgrund der Oberflachenspannung gestoppt wer-
den. Leuchtstoffschichten mit einer solchen Eigenschaft kon-

nen durch Vereinzeln einer keramischen Ausgangsschicht er-
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zeugt werden. Die Herstellung keramischer Leuchtstoffschich-

ten ist jedoch mit einem hohen Aufwand verbunden.

Eine weitere Anforderung ist eine geringe Farbortstreuung. Zu
diesem Zweck werden Leuchtstoffschichten nach der Herstellung
einer Messung unterzogen, um die Konversionseigenschaften zu
erfassen, und werden sortiert. Vor dem Anordnen auf Halb-
leiterchips werden Leuchtstoffschichten hierauf basierend
ausgewahlt, um Bauelemente herzustellen zu kdénnen, deren
Lichtstrahlung einen vorgegebenen Farbort aufweist. Diese
Vorgehensweise ist ebenfalls mit einem hohen Aufwand verbun-

den.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine
Losung fiir eine verbesserte Herstellung eines optoelektroni-

schen Bauelements anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemdl Anspruch 1 ge-
16st. Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen der Erfindung

sind in den abhangigen Anspriichen angegeben.

Gemal einem Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum Her-
stellen eines optoelektronischen Bauelements vorgeschlagen.
Bei dem Verfahren werden mehrere optoelektronische Halb-
leiterchips auf einem Trager angeordnet. Weiter vorgesehen
ist ein gemeinsames Zusammendriicken von separaten Formmassen
im Bereich der optoelektronischen Halbleiterchips. Auf diese
Weise werden separate Formkdrper im Bereich der optoelektro-

nischen Halbleiterchips gebildet.

Bei dem Verfahren werden getrennte und den einzelnen Halb-

leiterchips zugeordnete Formkodrper direkt am Ort der Halb-

leiterchips ausgebildet. Dies erfolgt dadurch, indem im Be-
reich jedes Halbleiterchips eine entsprechende Formmasse be-
reitgestellt, und die Formmassen gemeinsam komprimiert wer-
den. Die optoelektronischen Halbleiterchips, welche zum Er-
zeugen einer Lichtstrahlung ausgebildet sein kdnnen, konnen

von den auf diese Weise gebildeten Formkdrpern umhiillt sein.
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Das Verfahren lasst sich mit einem geringen Aufwand durchfih-
ren. Die im Bereich der Halbleiterchips vorliegenden und auf
den Halbleiterchips angeordneten Formkdrper konnen, aufgrund
des Zusammendrickens der Formmassen, scharfe Kanten im Be-
reich einer Vorderseite aufweisen. Dies erweist sich als
ginstig im Hinblick auf einen nachfolgend gegebenenfalls

durchgefiihrten VergieBprozess.

Die durch Zusammendriicken der Formmassen gebildeten Formkdor-
per konnen eine sich in Richtung einer Vorderseite wenigstens
teilweise Offnende bzw. verbreiternde Form aufweisen. Eine

solche Form beglinstigt die Herstellung von Reflektoren.

Der Trager mit den optoelektronischen Halbleiterchips und
Formk&érpern kann ein optoelektronisches Bauelement bzw. Pack-
age darstellen. Es ist auch moéglich, dass eine solche Anord-
nung als Zwischenprodukt dient, und dass im Anschluss hieran
weitere Verfahrensschritte durchgefithrt werden. In Betracht
kommt zum Beispiel ein Vereinzelungsprozess. In diesem Sinne
kann das Verfahren zur gemeinsamen Herstellung mehrerer opto-
elektronischer Bauelemente genutzt werden, welche durch die
Vereinzelung voneinander separiert werden. Die Vereinzelung
kann derart erfolgen, dass ein hierdurch gebildetes opto-
elektronisches Bauelement einen Teil des Tragers, einen Halb-
leiterchip und einen dazugehdrigen Formkdrper im Bereich des
Halbleiterchips aufweist. Mdglich ist es auch, dass ein durch
die Vereinzelung gebildetes optoelektronisches Bauelement ei-
nen Teil des Tragers und mehrere optoelektronische Halb-

leiterchips und Formkdrper aufweist.

Im Folgenden werden weitere mdgliche Ausfithrungsformen des

Verfahrens naher beschrieben.

Es kann zum Beispiel in Betracht kommen, dass es sich bei den
Formmassen um Leuchtstoffmassen handelt. Die durch das Zusam-
mendricken der Leuchtstoffmassen gebildeten Formkdrper kdnnen

somit Leuchtstoffkdrper sein. In dieser Ausfihrungsform des
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Verfahrens werden getrennte und den einzelnen Halbleiterchips
zugeordnete Leuchtstoffkdrper direkt am Ort der Halbleiter-
chips ausgebildet, anstelle Leuchtstoffschichten getrennt zu
fertigen und auf optoelektronischen Halbleiterchips anzuord-
nen. Dies erfolgt in dieser Ausfihrungsform des Verfahrens
dadurch, indem im Bereich jedes Halbleiterchips eine entspre-
chende Leuchtstoffmasse bereitgestellt, und die Leuchtstoff-
massen gemeinsam komprimiert werden. Die optoelektronischen
Halbleiterchips konnen von den auf diese Weise gebildeten

Leuchtstoffkorpern umhitillt sein.

Im Betrieb eines auf diese Weise hergestellten optoelektroni-
schen Bauelements kann ein Halbleiterchip eine Lichtstrahlung
erzeugen. Mit einem dazugehdrigen Leuchtstoffkdrper kann eine
Strahlungskonversion der von dem Halbleiterchip erzeugten
Lichtstrahlung bewirkt werden. Durch Uberlagerung von konver-
tierten und unkonvertierten Strahlungsanteilen kann eine
Mischstrahlung erzeugt werden, welche {iber den Leuchtstoff-
korper abgegeben werden kann. Zu diesem Zweck weisen die
Leuchtstoffmassen und die hieraus gebildeten Leuchtstoffkdr-
per wenigstens ein Konversionsmaterial zur Strahlungskonver-

sion auf.

Das Verhaltnis aus konvertierter zu unkonvertierter Strah-
lung, und damit der Farbort einer Lichtstrahlung, welche von
einem mit Leuchtstoffkdrper ausgestatteten Halbleiterchip er-
zeugbar ist, richtet sich danach, wie stark bzw. wie weit ei-
ne den Leuchtstoffkdrper bildende Leuchtstoffmasse zusammen-
gedriickt wird. Da samtliche Leuchtstoffmassen gemeinsam zu-
sammengedrickt werden, kann bei den mit den Leuchtstoffkor-
pern versehenen Halbleiterchips lediglich eine geringe oder
sogar vernachlassigbare Farbortstreuung vorliegen. Ein auf-

wandiges Sortieren findet hierbei nicht statt.

Bei den optoelektronischen Halbleiterchips kann es sich zum
Beispiel um Leuchtdioden- bzw. LED-Chips (Light Emitting Dio-
de) handeln. Diese kénnen zum Beispiel zum Erzeugen einer

blauen Lichtstrahlung ausgebildet sein. Die Leuchtstoffkdrper
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kénnen ausgebildet sein, einen Teil des blauen Lichts in eine
oder mehrere Lichtstrahlungen, zum Beispiel im griinen bis ro-
ten Spektralbereich, zu konvertieren. Auf diese Weise kann

zum Beispiel eine weile Mischstrahlung erzeugt werden.

Das Verfahren lasst sich auch mit Formmassen durchfiihren,
welche kein Konversionsmaterial zur Strahlungskonversion auf-
weisen. Hierauf wird weiter unten noch nadher eingegangen. Im
Folgenden werden weitere Ausfithrungsformen des Verfahrens be-
schrieben, bei denen sowohl leuchtstoffgefiillte als auch

leuchtstofffreie Formmassen zum Einsatz kommen konnen.

Das Zusammendriicken der Formmassen kann mit Hilfe eines ge-
eigneten Werkzeugs durchgefithrt werden. Hierbei kann es sich
zum Beispiel um ein Moldwerkzeug einer Formpress- bzw. Com-
pression-Molding-Anlage handeln. Das Werkzeug kann zwei Werk-
zeugteile bzw. Werkzeughalften aufweisen, welche fir das Zu-
sammendriicken der Formmassen relativ zueinander bewegt und
dadurch zusammengedriickt werden. Der Tradger mit den opto-
elektronischen Halbleiterchips kann auf einem Werkzeugteil
angeordnet sowie gegebenenfalls von dem Werkzeugteil gehalten
sein. Fur das Zusammendriicken kann lediglich ein Werkzeug-
teil, oder konnen beide Werkzeugteile gemeinsam gegeneinander

bewegt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens werden die
Formmassen auf dem Tradger im Bereich der optoelektronischen
Halbleiterchips aufgebracht, bevor das Zusammendriicken er-
folgt. Hierdurch koénnen die Formkorper mit einer hohen Zuver-
ladssigkeit am Ort der Halbleiterchips gefertigt werden. Die
Formmassen koénnen derart aufgebracht werden, dass die Halb-
leiterchips von den Formmassen umhillt bzw. umgeben sind. Die
Halbleiterchips kénnen in einem vorgegebenen Raster auf dem

Trager angeordnet sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform, welche in Zusammenhang mit
dem vorstehend beschriebenen Aufbringen der Formmassen auf

dem Trager in Betracht kommen kann, wird das Zusammendriicken
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unter Verwendung eines Werkzeugteils durchgefiihrt, welches im
Bereich einer zum Zusammendriicken der Formmassen vorgesehenen
Seite eine ebene Form aufweist. Der Trager mit den Halb-
leiterchips kann, wie oben angegeben wurde, auf einem weite-
ren Werkzeugteil angeordnet sein. Durch relatives Bewegen der
beiden Werkzeugteile konnen die Formmassen zwischen dem Tra-
ger und dem Werkzeugteil mit der ebenflidchigen Seite zusam-
mengedriickt werden. Hierbei konnen die Formmassen flachge-
driickt werden, und sich lateral ausdehnen. Die auf diese Wei-
se gebildeten Formkorper kdnnen eine ebene Vorderseite und
scharfe Vorderkanten aufweisen. Das Werkzeugteil mit der ebe-
nen Seite kann zum Beispiel Bestandteil eines geeigneten fla-
chen Werkzeugs, zum Beispiel eines Flachmoldwerkzeugs einer

Compression-Molding-Anlage, sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens werden die
Formmassen vor dem Zusammendriicken auf einem Hilfstrdger auf-
gebracht. Hierbei kénnen die Formmassen in einem vorgegebenen
Raster, welches einem Raster der Halbleiterchips auf dem Tra-
ger entspricht, auf dem Hilfstradger aufgebracht werden. Flr
das Zusammendriicken konnen der mit den Formmassen versehene
Hilfstrdger und der mit den Halbleiterchips versehene Trager
auf entsprechenden Werkzeugteilen eines Werkzeugs angeordnet
werden. Nachfolgend konnen die zwei Werkzeugteile relativ zu-
einander bewegt werden, um die Formmassen zwischen dem Hilfs-
trager und dem Trager zusammenzudriicken. Im Rahmen dieses
Vorgangs konnen die Formmassen am Ort der Halbleiterchips be-
reitgestellt werden, indem die Halbleiterchips in die Form-
massen eingebracht bzw. eingetaucht werden. Insbesondere die-
se Ausfihrungsform bietet die Mdglichkeit, dass die durch das
Zusammendriicken der Formmassen gebildeten Formkdrper eine
sich in Richtung einer Vorderseite wenigstens teilweise auf-

weitende Form aufweilsen.

Der Hilfstrager kann auf der Seite, auf welcher die Formmas-
sen angeordnet und mit welcher die Formmassen zusammenge-
driickt werden, eine ebene Form aufweisen. Hierdurch kdnnen

die Formmassen, vergleichbar zu der oben beschriebenen Ver-
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wendung eines Werkzeugteils mit flacher Seite, flachgedrickt
werden, so dass Formkdrper mit ebener Vorderseite und schar-

fen Vorderkanten gebildet werden.

Das Zusammendriucken der Formmassen kann auch derart erfolgen,
dass den hierbei gebildeten Formkdrpern zusdtzlich eine ge-
wisse Form verliehen wird. Eine Formgebung kann dadurch er-
reicht werden, indem eine fir das Zusammendriicken eingesetzte

Komponente eine Seite mit einer geeigneten Struktur aufweist.

Beispielsweise ist es moglich, dass der in einer Ausfithrungs-
form des Verfahrens eingesetzte Hilfstrdger im BRereich einer
zum Zusammendriicken der Formmassen vorgesehenen Seite anstel-
le einer ebenen Flache eine Struktur aufweist. Da die Form-
massen vor dem Zusammendriicken auf dem Hilfstrager angeordnet
werden, konnen die Formmassen hierbei mdéglichst genau in Be-

zug auf die Struktur des Hilfstradgers positioniert werden.

Bei der Struktur kann es sich zum Beispiel um Kavitdten han-
deln, welche an der zum Zusammendriicken der Formmassen einge-
setzten Seite vorgesehen sind. Die Formmassen kénnen vor dem
Zusammendriicken derart auf dem Hilfstrdger angeordnet werden,
dass sich die Formmassen im Bereich bzw. innerhalb der Kavi-
tdten befinden. Im Rahmen des Zusammendriickens konnen der
Trager und der Hilfstrager relativ zueinander bewegt werden,
wodurch die Halbleiterchips in die Kavitdten und damit in die
Formmassen eingebracht werden. Des Weiteren kdnnen sich die
Formmassen an die Form der Kavitaten angleichen. Es kann vor-
gesehen sein, dass die Formmassen die Kavitdten hierbei nicht

vollstandig, sondern nur zum Teil ausfillen.

Alternativ kann eine Struktur mit anderen Strukturelementen
in Betracht kommen, um eine Formgebung bzw. ein Angleichen
von Formmassen zu erzielen. Hierunter fallen zum Reispiel Er-
hoéhungen oder Vertiefungen. Derartige Strukturelemente kdnnen
des Weiteren zum BReispiel gekrimmt ausgefithrt sein. Auf diese
Weise koénnen FormkoOrper mit gekrimmten Vorderseiten verwirk-

licht werden, welche zum Beispiel als Linse wirken. Moglich
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ist auch eine Kombination der oben genannten Strukturelemen-
te, so dass zum Reispiel Kavitaten und gekrimmte Bereiche

vorliegen konnen.

Eine Struktur zur Formgebung kann nicht nur an einem Hilfs-
trager vorgesehen sein. Denkbar ist es auch, fir das Zusam-
mendriicken ein Werkzeugteil zu verwenden, welches im Bereich
einer zum Zusammendriicken der Formmassen vorgesehenen Seite
eine Struktur aufweist. Fir eine solche Struktur koénnen die
vorstehend beschriebenen Ausgestaltungen analog in Betracht
kommen, d.h. dass die Struktur zum Beispiel Kavitaten, Erho-

hungen und/oder Vertiefungen umfassen kann.

Nach dem Zusammendriicken der Formmassen kann ein Aushdrten
der Formmassen bzw. der hieraus gebildeten Formkdrper erfol-
gen. Die Formmassen konnen sich zuvor in einem flieBfahigen,
zum Beispiel pastdsen Zustand befinden, so dass die Formmas-
sen beim Zusammendriicken entsprechend verformt werden kdnnen.

Nach dem Aushédrten ist die Form der Formkdrper festgelegt.

Die Formmassen konnen ein strahlungsdurchlassiges Grundmate-
rial und darin eingebettete Partikel aufweisen. Beim Bereit-
stellen bzw. Zusammendriicken der Formmassen befindet sich das
Grundmaterial in einem flieRfdhigen Zustand. Das Grundmateri-

al kann zum Beispiel Silikon sein.

In dem Grundmaterial kénnen zum Beispiel Leuchtstoffpartikel
zur Strahlungskonversion enthalten sein, wodurch es sich bei
den Formmassen wie oben angegeben um Leuchtstoffmassen han-
deln kann. Bei einem Grundmaterial aus Silikon kdnnen die

Leuchtstoffmassen somit in Form eines Silikon-Leuchtstoff-

Gemisches vorliegen. Die in dem Grundmaterial enthaltenen

Leuchtstoffpartikel kdnnen aus demselben Konversionsmaterial
zur Strahlungskonversion ausgebildet sein. Das Grundmaterial
kann auch eine Mischung unterschiedlicher Leuchtstoffparti-
kel, welche aus verschiedenen Konversionsmaterialien ausge-

bildet sind, umfassen.
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In dem Grundmaterial kénnen auch andere Partikel eingebettet
sein. Mogliche Beispiele sind streuende Partikel, reflektive
Partikel und Pigmente. Es ist ferner moglich, dass eine Mi-
schung unterschiedlicher Partikel in dem Grundmaterial ent-
halten ist. Beispielsweise kann eine Kombination aus Leucht-

stoffpartikeln und streuenden Partikeln vorgesehen sein.

Mit Hilfe von streuenden Partikeln kann eine Lichtstreuung
bewirkt werden, was zum Beispiel zum Beeinflussen der Leuch-
teigenschaften eines optoelektronischen Bauelements genutzt
werden kann. Sofern zusatzlich Leuchtstoffpartikel vorhanden
sind, kann auf diese Weise eine Lichtmischung bewirkt werden.
Reflektive Partikel konnen dafiir sorgen, dass ein Form- bzw.
Leuchtstoffkorper eine weiBe Korperfarbe besitzt. Eine andere
Koperfarbe kann durch die Verwendung entsprechender Pigmente

hervorgerufen werden.

Wie oben angegeben wurde, kann das Verfahren mit Formmassen
durchgefiihrt werden, welche kein Konversionsmaterial zur
Strahlungskonversion aufweisen. Solche Formmassen koénnen ein
strahlungsdurchlédssiges Grundmaterial, zum Beispiel Silikon,
und streuende Partikel, reflektive Partikel und/oder Pigmente
aufweisen. Moglich ist es ferner, dass die beim Bereitstellen
bzw. Zusammendricken in einem flieBfahigen Zustand vorliegen-
den Formmassen keine Partikel, sondern lediglich ein strah-

lungsdurchlassiges Material, zum Beispiel Silikon, aufweisen.

Ein weiterer Schritt, welcher bei dem Verfahren erfolgen
kann, ist ein nach dem Zusammendriicken der Formmassen durch-
gefithrtes Entformen, d.h. ein Entnehmen des Werkstiicks bzw.
Tragers mit den Halbleiterchips und Formkérpern aus einem zum
Zusammendriicken eingesetzten Werkzeug. Bei Verwendung eines
Hilfstragers kénnen Trager und Hilfstrdger zusammen entnommen
werden, und kann anschlieBend ein Abldsen des Hilfstragers
erfolgen. Der Schritt des Entnehmens aus dem Werkzeug kann

nach einem Aushédrten der Formmassen durchgefithrt werden.
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In einer weiteren Ausfithrungsform des Verfahrens wird eine
reflektive Masse derart auf dem Trager aufgebracht, dass die
Formk&érper umfangsseitig von der reflektiven Masse umgeben
sind. Die reflektive Masse wird hierbei in Zwischenrdumen
zwischen den Formkérpern angeordnet. Die reflektive Masse er-
moéglicht es, dass im Betrieb eines mit dem Verfahren herge-
stellten optoelektronischen Bauelements eine von einem Form-
korper seitlich abgestrahlte Lichtstrahlung reflektiert wird,
so dass eine Strahlungsabgabe lediglich iiber eine Vorderseite
des betreffenden Formkdrpers erfolgen kann. Bei der reflek-
tiven Masse kann es sich zum Beispiel um Silikon mit darin

enthaltenen TiO2-Partikeln handeln.

Wie oben angegeben wurde, kann ein Formkdrper eines opto-
elektronischen Bauelements eine sich wenigstens teilweise in
Richtung der Vorderseite verbreiternde Form aufweisen. Hier-
durch kann die reflektive Masse bzw. kdnnen Seitenwande der
reflektiven Masse, welche an den Formkdrper angrenzen, als
Reflektor zur Lenkung von Lichtstrahlung in Richtung der Vor-
derseite wirken. Das Verfahren macht es somit mdéglich, inte-
grierte Reflektoren auszubilden. Ein getrenntes Erzeugen von
Reflektoren, zum Beispiel mit Hilfe eines Moldprozesses, kann

daher entfallen.

Die reflektive Masse kann zum Beispiel durch VergieRBen auf
dem Tradger angeordnet und nachfolgend ausgehartet werden.
Diese Schritte kénnen nach einem Entformen bzw. Entnehmen des
Tragers aus einem zum Zusammendriicken eingesetzten Werkzeug
durchgefithrt werden. Die Formkdrper konnen scharfe vordersei-
tige Kanten aufweisen, so dass das VergieBen der reflektiven
Masse auf zuverldssige Weise ohne ein Benetzen der Vordersei-

ten der Formkdrper erfolgen kann.

Alternativ ist es moglich, die reflektive Masse vor dem Ent-
formen auf dem Trdger aufzubringen. Zu diesem Zweck kann die
reflektive Masse in Hohlraume eingebracht werden, welche zwi-
schen dem Trager, den Formkdérpern und einem zum Zusammendrii-

cken eingesetzten Werkzeugteil oder einem Hilfstrdger vorlie-
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gen, und anschlieBend ausgehartet werden. Eine solche Vorge-
hensweise, bei der es sich um Spritzpressen bzw. Transfer-
Molding handeln kann, ermdglicht ebenfalls ein Aufbringen der
reflektiven Masse ohne eine Vorderseitenbenetzung von Form-
kérpern. Nachfolgend kann der mit der reflektiven Masse ver-

sehene Trager aus dem Werkzeug entnommen werden.

Im Anschluss an das Aufbringen und Aushdrten der reflektiven

Masse kann der Trager, wie oben angegeben, vereinzelt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens werden die
Formmassen bis zu einer vorgegebenen Materialdicke zusammen-
gedrickt. Hierdurch ist es mdglich, die Leuchteigenschaften
eines optoelektronischen Bauelements genau festlegen. Dies
kann zum Beispiel bei einer Verwendung von Leuchtstoffmassen
in Betracht kommen. Durch das Zusammendriicken der Leucht-
stoffmassen bis zu einer vorgegebenen Materialdicke ist es
moéglich, den Farbort bzw. die Farbraumkoordinaten einer
Lichtstrahlung, welche von den mit Form- bzw. Leuchtstoffkdr-
pern ausgestatteten Halbleiterchips emittierbar ist, festzu-

legen.

In der vorgenannten Ausfihrungsform kann zum Beispiel eine
Abstandsregelung zur Anwendung kommen. Hierbei konnen Werk-
zeugteile eines zum Zusammendricken eingesetzten Werkzeugs
bis zum Erreichen eines vorgegebenen Abstands relativ zuei-
nander bewegt werden. Ein Zusammendriicken bis zu einer defi-
nierten Materialdicke ist auch mdglich durch den Einsatz von
Abstandshaltern, welche einen Anschlag beim Zusammendriicken
zur Verfliigung stellen. Derartige Abstandshalter koénnen auf
dem Trager, einem Werkzeugteil und/oder einem gegebenenfalls
verwendeten Hilfstrager vorhanden sein. Bei einer Ausgestal-
tung eines Werkzeugteils oder Hilfstragers mit einer Struktur
kénnen Strukturelemente der Struktur als Abstandshalter die-

nen.

In einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens wird wahrend

des Zusammendriickens der Formmassen wenigstens ein optoelekt-
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ronischer Halbleiterchip betrieben, und wird eine von der da-
zugehdrigen Formmasse abgegebene Lichtstrahlung erfasst. Auch
auf diese Weise kdonnen die Leuchteigenschaften eines opto-
elektronischen Rauelements genau vorgegeben werden. Dies kann
ebenfalls bei einer Verwendung von Leuchtstoffmassen in Be-
tracht kommen, um einen Farbort festzulegen. Dabei wird aus-
genutzt, dass auch die nicht ausgehdrteten Leuchtstoffmassen
eine Strahlungskonversion bewirken koénnen. Das Zusammendrii-
cken flihrt zu einer Verschiebung des Verhdltnisses aus
konvertierter zu unkonvertierter Strahlung, und damit zu ei-
ner Farbortverschiebung. Das Zusammendriicken der Leuchtstoff-
massen kann so weit erfolgen, bis die gemessene Lichtstrah-
lung einen Farbort aufweist, welcher einem vorgegebenen Far-
bort entspricht. Auf diese Weise kdnnen samtliche mit Leucht-
stoffkdrpern ausgestattete Halbleiterchips des Tragers Licht-
strahlungen emittieren, welche im Mittel vorgegebene Far-

braumkoordinaten aufweisen kodnnen.

Eine hohere Genauigkeit kann erzielt werden, wenn anstelle
eines Halbleiterchips mehrere oder samtliche Halbleiterchips
des Tragers betrieben werden und die von den dazugehdrigen
Form- bzw. Leuchtstoffmassen abgegebene Lichtstrahlung er-
fasst wird. Um die Lichtstrahlung erfassen zu kénnen, kdnnen
Teile eines zum Zusammendriicken eingesetzten Werkzeugs sowie
eines gegebenenfalls verwendeten Hilfstrdgers zumindest be-

reichsweise strahlungsdurchlidssig ausgebildet sein.

Ein Zusammendriicken von Leuchtstoffmassen bis zu einer vorge-
gebenen Materialdicke und Erfassen einer Lichtstrahlung er-
moéglicht des Weiteren, dass auch zwischen mehreren gemal des
Verfahrens prozessierten Tréadgern lediglich eine geringe Far-
bortstreuung in Bezug auf die erzeugbaren Lichtstrahlungen

vorliegen kann.

Die vorstehend erlauterten und/oder in den Unteranspriichen
wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen der
Erfindung koénnen - aulBer zum Beigspiel in Fallen eindeutiger

Abhdngigkeiten oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder
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aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung

kommen.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung, sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich in Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung von Ausfihrungsbei-
spielen, die im Zusammenhang mit den schematischen Zeichnun-

gen nadher erliutert werden. Es zeigen:

Figuren 1 bis 5 ein Verfahren, bei dem Formmassen auf einem
Trager mit Halbleiterchips aufgebracht und mit Hilfe eines
Werkzeugteils zum Bilden von Formkorpern zusammengedriickt
werden, und nachfolgend eine reflektive Masse auf dem Trager

ausgebildet wird;

Figuren 6 bis 10 ein weiteres Verfahren, bei dem die Formmas-
sen im Unterschied zu dem Verfahren der Figuren 1 bis 5 wvor

dem Zusammendriicken auf einem Hilfstrager angeordnet werden;

Figuren 11 bis 14 eine Weiterbildung des Verfahrens der Figu-
ren 6 bis 10, bei dem ein Hilfstrager mit gekrimmten Vertie-

fungen verwendet wird;

Figuren 15 bis 18 eine Weiterbildung des Verfahrens der Figu-
ren 6 bis 10, bei dem ein Hilfstradger mit Kavitdten verwendet

wird;

Figuren 19 bis 22 eine Weiterbildung des Verfahrens der Figu-
ren 6 bis 10, bei dem ein Hilfstradger mit Kavitdten und ge-

krimmten Vertiefungen verwendet wird; und

Figur 23 ein Ausbilden einer reflektiven Masse vor einem Ent-

formen.

Auf der Grundlage der folgenden schematischen Figuren werden
Ausfiihrungsformen eines Verfahrens zur Herstellung optoelekt-

ronischer Bauelemente beschrieben. Hierbei kdnnen aus der
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Halbleitertechnik und aus der Fertigung optoelektronischer
Bauelemente bekannte Prozesse durchgefithrt werden und in die-
sem Gebiet Ubliche Materialien zum Einsatz kommen, so dass
hierauf nur teilweise eingegangen wird. Es wird ferner darauf
hingewiesen, dass die Figuren lediglich schematischer Natur
sind und nicht maBstabsgetreu sind. In diesem Sinne kdnnen in
den Figuren gezeigte Komponenten und Strukturen zum besseren
Verstandnis lbertrieben groB oder verkleinert dargestellt

sein.

Bei den Ausfihrungsformen des Verfahrens werden jeweils meh-
rere Formkdrper 125 flir optoelektronische Halbleiterchips 110
in direkter Weise am Ort der Halbleiterchips 110 ausgebildet.
Dies erfolgt dadurch, indem im Rereich der Halbleiterchips

110 bereitgestellte separate Formmassen 120 gemeinsam zusam-—

mengedrickt werden.

Die folgende Beschreibung anhand der Figuren bezieht sich auf
eine mogliche Ausgestaltung der Formkorper 125 als Leucht-
stoffkdrper 125, mit deren Hilfe eine von den Halbleiterchips
110 im Betrieb abgegebene Lichtstrahlung konvertiert werden
kann. Zu diesem Zweck werden leuchtstoffgefiillte Formmassen
120 verwendet, welche im Folgenden auch als Leuchtstoffmassen

120 bezeichnet werden.

Der Prozessablauf kann als kombinierter Dosier- und Form-
press-Prozess bezeichnet werden. Von Vorteil sind u.a. ein
geringer Fertigungsaufwand sowie die Moglichkeit, den Farbort
der von den Bauelementen erzeugbaren Lichtstrahlungen genau
festzulegen, wobei eine lediglich geringe Farbortstreuung

vorliegt.

Die Figuren 1 bis 5 zeigen in einer schematischen seitlichen
Darstellung Prozessschritte, welche in einem Verfahren zur

Herstellung optoelektronischer Bauelemente durchgefithrt wer-
den kénnen. Hierbei werden, wie in Figur 1 gezeigt ist, meh-

rere optoelektronische Halbleiterchips 110 auf einem flachi-
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gen Trager 100 angeordnet. Die Halbleiterchips 110 sind zur

Emission von Lichtstrahlung ausgebildet.

Figur 1 zeigt drei Halbleiterchips 110, welche nebeneinander
auf dem Trager 100 angeordnet sind. Es ist mdglich, eine grd-
Bere Anzahl an Halbleiterchips 110 auf dem Trager 100 vorzu-
sehen. Figur 1 und die weiteren Figuren kdnnen den Trager 100
in diesem Sinne lediglich ausschnittsweise veranschaulichen.
Die Halbleiterchips 110 kdénnen in Form eines vorgegebenen
Rasters aus Zeilen und Spalten auf dem Trager 100 positio-

niert werden.

Das Anordnen der Halbleiterchips 110 auf dem Trager 100 kann
sowohl ein mechanisches Befestigen als auch ein elektrisches
AnschlieBen der Halbleiterchips 110 umfassen. Ein elektri-
sches AnschlieBen kann, wie in Figur 1 angedeutet ist, mit
Hilfe von Bonddrahten 115 erfolgen. Jeder Halbleiterchip 110
kann einen Vorderseitenkontakt und einen Riickseitenkontakt
aufweisen (nicht dargestellt). Ein Vorderseitenkontakt eines
Halbleiterchips 110 kann in einem Drahtbondprozess iber einen
Bonddraht 115 an einen nicht gezeigten Gegenkontakt des Tra-
gers 100 angeschlossen werden. Uber einen Riickseitenkontakt
eines Halbleiterchips 110 kann eine elektrische und mechani-
sche Verbindung des Chips 110, zum Beispiel unter Verwendung
eines Lotmittels oder eines elektrisch leitfdhigen Kleb-
stoffs, zu einem weiteren nicht gezeigten Gegenkontakt des
Tragers 100 hergestellt werden. Samtliche Halbleiterchips 110
kébnnen in dieser Art und Weise mit Kontakten des Tragers 100

verbunden werden.

Der als Substrat fir die Halbleiterchips 110 dienende Trager
100 kann neben den vorstehend erwdhnten Kontakten weitere
nicht gezeigte elektrische Strukturen wie zum Beispiel Lei-
terbahnen und Anschliisse flir eine externe Kontaktierung auf-
weisen. Der Trager 100 kann in unterschiedlichen Ausgestal-
tungen verwirklicht sein. In Betracht kommt zum Beispiel eine
Ausgestaltung als Leiterplatte, keramischer Trager oder Pre-

moldtrager.
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Bei den optoelektronischen Halbleiterchips 110 kann es sich
insbesondere um Leuchtdiodenchips handeln. Die Halbleiter-

chips 110 kénnen in Ublicher Weise hergestellt sein und Kom-
ponenten wie eine Halbleiterschichtenfolge mit einer aktiven
Zone zur Strahlungserzeugung aufweisen. Bei den Halbleiter-

chips 110 kann es sich ferner um Oberflachenemitter handeln,
bei denen ein wesentlicher Teil der erzeugten Lichtstrahlung
Uber die in Figur 1 nach oben gerichtete Vorderseite abgege-

ben werden kann.

Nach dem Anordnen der Halbleiterchips 110 werden, wie in Fi-
gur 2 gezeigt ist, voneinander getrennte Leuchtstoffmassen
120 auf dem Trager 100 im Bereich der Halbleiterchips 110
aufgebracht. Die Leuchtstoffmassen 120 befinden sich hierbei
in einem flieBfahigen bzw. pastdsen Zustand. Das Aufbringen
der Leuchtstoffmassen 120 wird derart durchgefihrt, dass die
Halbleiterchips 110 von den Leuchtstoffmassen 120 umhiillt
sind. Jeder Halbleiterchip 110 wird mit einer eigenen Leucht-
stoffmasse 120 versehen. Die Bonddrahte 115 kdnnen vollstan-
dig von den Leuchtstoffmassen 120 umgeben sein. Das Aufbrin-
gen der Leuchtstoffmassen 120 kann durch einen geeigneten Do-
sierprozess erfolgen. Mdglich ist zum Beispiel ein Dispensen
mit Hilfe eines Nadeldosierers. Die Leuchtstoffmassen 120

kénnen eine Kugel- oder Hockerform aufweisen.

Die Leuchtstoffmassen 120 weisen ein flieBfdhiges und strah-
lungsdurchlassiges Grund- bzw. Matrixmaterial 121 und darin
eingebettete Partikel 122 auf. Das Grundmaterial 121 kann zum
Beispiel Silikon sein. Die in dem Grundmaterial 121 enthalte-
nen Partikel 122 konnen Leuchtstoffpartikel 122 sein, mit de-
ren Hilfe eine Konversion von Lichtstrahlung der Halbleiter-
chips 110 bewirkt werden. Die Leuchtstoffpartikel 122 weisen
zu diesem Zweck ein geeignetes Konversionsmaterial auf. Es
ist méglich, dass samtliche Leuchtstoffpartikel 122 aus dem-
selben Konversionsmaterial ausgebildet sind. Mdglich ist es
auch, dass in dem Grundmaterial 121 eine Mischung unter-

schiedlicher Leuchtstoffpartikel 122, welche aus unterschied-
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lichen Konversionsmaterialien ausgebildet sind, enthalten
ist. Gegebenenfalls kénnen die in dem Grundmaterial 121 ein-
gebetteten Partikel 122 weitere Partikel, zum BReispiel Streu-

partikel, umfassen.

Nach dem Bereitstellen bzw. Dosieren der Leuchtstoffmassen
120 auf dem Substrat 100 erfolgt, wie in Figur 3 gezeigt ist,
ein gemeinsames Zusammendriicken der separaten Leuchtstoffmas-
sen 120. Hierdurch werden Leuchtstoffkorper 125 im Bereich
der optoelektronischen Halbleiterchips 110 gebildet, welche
ebenfalls separat voneinander vorliegen. Bei einem mit dem
Verfahren hergestellten Bauelement dient ein Leuchtstoffkdr-
per 125 dazu, eine Strahlungskonversion der von einem dazuge-
horigen Halbleiterchip 110 erzeugten Lichtstrahlung zu bewir-
ken. Die von einem Halbleiterchip 110 vorderseitig abgegebene
Lichtstrahlung kann hierbei durch Streuung und Reflexion in-
nerhalb der Leuchtstoffmasse 120 bzw. des hieraus gebildeten
Leuchtstoffkdérpers 125 verteilt werden. Durch eine Uberlage-
rung von konvertierter und unkonvertierter Strahlung kann ei-
ne Mischstrahlung erzeugt werden, welche lber den Leucht-

stoffkorper 125 abgegeben werden kann.

Es ist zum Beispiel mdglich, dass die Halbleiterchips 110 ei-
ne blaue Lichtstrahlung erzeugen, welche in den Leuchtstoff-
massen 120 bzw. den hieraus gebildeten Leuchtstoffkdrpern 125
zum Teil in eine oder mehrere Lichtstrahlungen im griinen bis
roten Spektralbereich konvertiert wird. Auf diese Weise kann
zum Beigspiel eine weile Mischstrahlung erzeugt werden. Der
Farbort der von einem Leuchtstoffkdrper 125 abgestrahlten
Lichtstrahlung ist abhangig von dem Verhdltnis aus konver-
tierter zu unkonvertierter Strahlung, welches seinerseits
u.a. abhdngig ist von der Dicke des betreffenden Leuchtstoff-

korpers 125.

Das Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen 120 wird mit Hilfe
eines geeigneten Werkzeugs durchgefihrt. Das Werkzeug weist
zwel Werkzeugteile auf, welche fir das Zusammendriicken der

Leuchtstoffmassen 120 relativ zueinander bewegt und dadurch
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zusammengedriickt werden. Fir das Zusammendriicken kann ein
Werkzeugteil bewegt werden, oder kodnnen beide Werkzeugteile
gemeinsam aufeinander zu bewegt werden. Das Werkzeug kann zum

Beispiel von einer Compression-Molding-Anlage umfasst sein.

Von den zweil Werkzeugteilen ist in Figur 3 lediglich ein
Werkzeugteil 140 gezeigt. Das Werkzeugteil 140, welches im
Bereich einer zum Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen 120
vorgesehenen Seite eine ebene Form aufweist, kann zum Bei-
spiel Bestandteil eines Flachmoldwerkzeugs der vorstehend ge-
nannten Compression-Molding-Anlage sein. Der Trager 100 wird
vor dem Zusammendriicken auf dem weiteren nicht gezeigten
Werkzeugteil angeordnet. Der Trager 100 kann flir das Zusam-
mendricken, wie in Figur 3 gezeigt ist, in einen im Vergleich
zu Figur 2 auf den Kopf gestellten Zustand gebracht sein. Die
tropchenfdérmigen Leuchtstoffmassen 120 kdénnen in dieser Stel-

lung auf dem Trager 100 haften bleiben.

Im Betrieb des Werkzeugs werden die Leuchtstoffmassen 120
zwischen dem Werkzeugteil 140 mit der fladchigen planen An-
drickseite und dem Trager 100 flachgedriickt. Hierbei dehnen
sich die Leuchtstoffmassen 120 gleichzeitig lateral aus. Auf
diese Weise werden aus den Leuchtstoffmassen 120 Leuchtstoff-
kérper 125 mit ebenen Vorderseiten und scharfen Vorderkanten
geformt. In Figur 3 sind die Vorderseiten die nach unten ge-
richteten Seiten der Leuchtstoffkdrper 125. Jeder Halbleiter-
chip 110 ist von einem eigenen Leuchtstoffkdrper 125 umhillt.
Die Bonddrahte 115 kénnen vollstadndig von den Leuchtstoffkor-

pern 125 umgeben sein.

Wie oben angegeben wurde, richtet sich der Farbort der wvon
einem Leuchtstoffkdrper 125 abgestrahlten Lichtstrahlung im
Betrieb das dazugehdrigen Halbleiterchips 110 nach der Mate-
rialdicke des Leuchtstoffkdérpers 125. Da die Leuchtstoffmas-
sen 120 gemeinsam zusammengedriickt werden, konnen samtliche
hierdurch gebildeten Leuchtstoffkérper 125 im Wesentlichen
die gleiche Form und die gleiche Dicke besitzen. Auf diese

Weise konnen samtliche Leuchtstoffkdrper 125 eine Lichtstrah-
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lung mit im Wesentlichen demselben Farbort abgeben, und kann
daher bezogen auf die von den Leuchtstoffkorper 125 des Tra-
gers 100 abgebbaren Lichtstrahlungen eine lediglich geringe

Farbortstreuung vorliegen.

Das Zusammendriicken kann ferner derart erfolgen, dass samtli-
che von den Leuchtstoffkorpern 125 im Betrieb der Halbleiter-
chips 110 abgebbaren Lichtstrahlungen im Mittel einen vorge-
gebenen Farbort bzw. vorgegebene Farbraumkoordinaten (CIE-
Farbraum) aufweisen. Zu diesem Zweck sind unterschiedliche

Vorgehensweisen denkbar.

Ein gewisser Grad an Farbortregelung kann erzielt werden, in-
dem die Leuchtstoffmassen 120 bis zu einer vorgegebenen Mate-
rialdicke zusammengedriickt werden. Hierfiir kann zum Beispiel
eine Abstandsregelung in Betracht kommen. Dabei kénnen die
Werkzeugteile des zum Zusammendriicken verwendeten Werkzeugs
so welit bewegt werden, bis die Werkzeugteile bzw. einander
gegeniiberliegende Andriickseiten der Werkzeugteile einen vor-

gegebenen Abstand aufweisen.

Mbglich ist auch der Einsatz von Abstandshaltern, welche ei-
nen mechanischen Anschlag beim Zusammendriicken der Leucht-

stoffmassen 120 bilden konnen. Derartige Abstandshalter kon-
nen zum Beispiel auf dem Trager 100 oder auf dem Werkzeugteil

140 vorgesehen sein (nicht dargestellt).

Eine weitere Mo6glichkeit, welche alternativ oder zusatzlich
zur Abstandsregelung verwirklicht sein kann, ist eine wahrend
des Zusammendriickens durchgefiihrte Inline-Farbortmessung.
Hierbei konnen mehrere oder samtliche Halbleiterchips 110 be-
trieben werden, und kann die von den Leuchtstoffmassen 120
abgegebene Lichtstrahlung erfasst werden. Wahrend des Zusam-
mendriickens der Leuchtstoffmassen 120 findet eine Verschie-
bung des Verhdltnisses aus konvertierter zu unkonvertierter
Strahlung, und damit eine Farbortverschiebung statt. Das Zu-
sammendriicken wird hierauf basierend so weit durchgefihrt,

bis die gemessene Lichtstrahlung einen Farbort aufweist, wel-
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cher einem vorgegebenen Farbort entspricht. Das Durchfiithren
einer solchen Messung erfordert den Einsatz einer Einrichtung
zum Bestromen des Tragers 100 bzw. der Halbleiterchips 110
und einer Messeinrichtung zum Erfassen der Lichtstrahlung
(nicht dargestellt). Die Messeinrichtung kann aulerhalb des
zum Zusammendriicken eingesetzten Werkzeugs angeordnet sein.
Damit die Lichtstrahlung das Werkzeug durchtreten und zu der
Messeinrichtung gelangen kann, kdénnen Komponenten des Werk-
zeugs wie das Werkzeugteil 140 zumindest bereichsweise strah-

lungsdurchlassig ausgebildet sein.

Nach dem Zusammendriicken erfolgt ein Ausharten der Leucht-
stoffmassen 120 bzw. der hieraus gebildeten Leuchtstoffkérper
125. Ein weiterer Schritt ist ein Entformen, also ein Entneh-
men des Tragers 100 aus dem zum Zusammendriicken eingesetzten
Werkzeug. Zuvor werden die Werkzeugteile voneinander weg be-
wegt, um das Werkzeug zu 6ffnen. Nach dem Entformen liegt der
Trager 100 in dem in Figur 4 gezeigten Zustand vor, in wel-
chem jeder Halbleiterchip 110 von einem eigenen ausgeharteten
Leuchtstoffkorper 125 umgeben ist. Die Leuchtstoffkdrper 125
besitzen ebene Vorderseiten und am Rand der Vorderseite vor-
liegende scharfen Kanten. Zwischen den Leuchtstoffkdrpern 125
liegen Zwischenraume vor. In diesem Zustand hat ein Betrieb
eines Halbleiterchips 110 zur Folge, dass eine Lichtstrahlung
nicht nur iber eine Vorderseite des dazugehdrigen Leucht-
stoffkdrpers 125, sondern auch seitlich von dem Leuchtstoff-
korper 125 abgegeben wird. Je nach Anwendung kann erwiinscht
sein, dass eine Lichtabgabe lediglich {iber die Vorderseite
stattfindet.

Um dies zu erreichen, kann nachfolgend, wie in Figur 5 ge-
zeigt ist, eine reflektive Masse 130 auf dem Trager 100 in
den Zwischenrdumen zwischen den Leuchtstoffkorpern 125 aufge-
bracht werden, so dass die Leuchtstoffkorper 125 umfangssei-
tig von der reflektiven Masse 130 umgeben sind. Uber die re-
flektive Masse 130 kann bewirkt werden, dass eine von den
Leuchtstoffkdorpern 125 seitlich abgestrahlte Lichtstrahlung
reflektiert wird, und daher eine Strahlungsabgabe lediglich
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Uber die Vorderseiten der Leuchtstoffkérper 125 erfolgen

kann.

Die reflektive Masse 130 kann zum Beispiel Silikon mit darin
enthaltenen TiO2-Partikeln aufweisen. Die reflektive Masse
130 wird in einem flieRfahigen Zustand auf dem Trager 100
aufgebracht und anschlieBend ausgehdrtet. Das Aufbringen kann
durch VergieBen der Zwischenrdume zwischen den Leuchtstoff-
korpern 125 erfolgen. Da die Leuchtstoffkdrper 125 scharfe
Vorderkanten besitzen, kann das Vergiellen auf zuverlassige
Weise ohne ein Benetzen der Vorderseiten der Leuchtstoffkor-

per 125 durchgefihrt werden.

Im Anschluss hieran kdénnen weitere nicht gezeigte Schritte
durchgefithrt werden. Hierunter fallt zum Beispiel ein Verein-
zelungsprozess, bei dem der Trager mit dem in Figur 5 gezeig-
ten Aufbau durch Durchtrennen an vorgegebenen Stellen verein-
zelt wird. Hierdurch kénnen separate optoelektronische Bau-
elemente bzw. Packages bereitgestellt werden. Das Vereinzeln
kann derart erfolgen, dass auf diese Weise zum BReispiel von-
einander separierte Einzelchipbauelemente gebildet werden,
welche Jjeweils einen Teil des Tragers 100, einen Halbleiter-
chip 110 und einen von der reflektiven Masse 130 umfangssei-
tig umschlossenen Leuchtstoffkdrper 125 im Bereich des Halb-
leiterchips 110 aufweisen. Moglich ist auch ein Ausbilden von
Mehrchipbauelementen, welche einen Teil des Tragers 100, meh-
rere Halbleiterchips 110 und mehrere von der reflektiven Mas-

se 130 umgebene Leuchtstoffkdrper 125 aufweisen.

Auf der Grundlage der folgenden Figuren werden weitere Aus-
fihrungsformen eines Verfahrens zur Herstellung optoelektro-
nischer Bauelemente beschrieben. Hierbei werden in vergleich-
barer Weise Leuchtstoffkdrper 125 durch Zusammendriicken von
Leuchtstoffmassen 120 im BRereich von Halbleiterchips 110 ge-
bildet. Es wird darauf hingewiesen, dass libereinstimmende
Prozesse sowie gleiche und gleichwirkende Komponenten im Fol-
genden nicht erneut detailliert beschrieben werden. Fir De-

tails hierzu wird stattdessen auf die vorstehende Beschrei-
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bung Bezug genommen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen,

dass Merkmale und Details, welche in Bezug auf eine der fol-
genden Ausfihrungsformen genannt werden, auch auf andere Aus-
fihrungsformen zutreffen kdnnen. Moglich ist auch eine Kombi-

nation von Merkmalen mehrerer Ausfiihrungsformen.

Die Figuren 6 bis 10 zeigen Prozessschritte, welche in einem
weiteren Verfahren zur Herstellung optoelektronischer Rauele-
mente durchgefithrt werden kénnen. Wie in Figur 6 gezeigt ist,
werden mehrere optoelektronische Halbleiterchips 110 auf dem
Tragersubstrat 100 angeordnet. Abweichend von dem Verfahren
der Figuren 1 bis 5 werden kugel- oder hockerformige Leucht-
stoffmassen 120 vor deren Zusammendricken, wie in Figur 7 ge-
zeigt ist, auf einem Hilfstrdger 141 aufgebracht. Der Hilfs-
trager 141 kann zum Beispiel Teflon aufweisen. Der Hilfstra-
ger 141 weist im BRereich der Seite, auf welcher die Leucht-
stoffmassen 120 angeordnet und mit welcher die Leuchtstoff-
massen 120 nachfolgend zusammengedriickt werden, eine ebene
Form auf. Die Leuchtstoffmassen 120 werden in einem vorgege-
benen Raster, welches einem Raster der Halbleiterchips 110
auf dem Trager 100 entspricht, auf den Hilfstrager 141 do-
siert. Das Aufbringen der Leuchtstoffmassen 120 kann mit Hil-
fe eines geeigneten Prozesses, zum Beispiel Dispensen, Sieb-

druck oder Schablonendruck, erfolgen.

Das Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen 120 zum Bilden von
Leuchtstoffkdrpern 125, welches in Figur 8 gezeigt ist, wird
mit Hilfe eines nicht gezeigten Werkzeugs durchgefithrt. Das
Werkzeug, welches von einer Compression-Molding-Anlage um-
fasst sein kann, weist zweili Werkzeugteile auf. Fir das Zusam-
mendriicken werden der mit den Halbleiterchips 110 versehene
Trager 100 und der mit den Leuchtstoffmassen 120 versehene
Hilfstrager 141 auf den Werkzeugteilen des Werkzeugs angeord-
net. Nachfolgend werden die Werkzeugteile und dadurch der
Trager 100 und der Hilfstrager 141 relativ zueinander bewegt.
Dies hat ein Eintauchen der Halbleiterchips 110 in die unge-
harteten Leuchtstoffmassen 120 und ein Flachdricken der

Leuchtstoffmassen 120 zwischen dem Trager 100 und dem Hilfs-
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trager 141 mit der planen Andrickseite zur Folge. Der Trager
100 kann auch hier, wie in Figur 8 gezeigt ist, in einem auf

den Kopf gestellten Zustand vorliegen.

Die Leuchtstoffmassen 120 konnen bei diesem Vorgang durch ei-
ne Abstandsregelung bis zu einer vorgegebenen Materialdicke
komprimiert werden. Bei einem Einsatz von Abstandshaltern
kénnen diese auch auf dem Hilfstrager 141 angeordnet sein
(nicht dargestellt). Alternativ oder zusadtzlich kann eine
Farbortmessung durchgefiihrt werden. Hierfiir kann der Hilfs-
trager 141 zumindest bereichsweise strahlungsdurchliassig aus-

gebildet sein.

Im Anschluss hieran erfolgen ein Ausharten der Leuchtstoff-
massen 120 bzw. der hieraus gebildeten Leuchtstoffkdrper 125,
ein Entformen bzw. Entnehmen des Tragers 100 zusammen mit dem
Hilfstrager 141 aus dem Werkzeug, und ein Abldsen des Hilfs-
tragers 141, wodurch der Trager 100 in dem in Figur 9 gezeig-
ten Zustand vorliegen kann. Die Leuchtstoffkdrper 125 weisen

ebene Vorderseiten und scharfe Vorderkanten auf.

Nachfolgend kann, wie in Figur 10 gezeigt ist, eine reflekti-
ve Masse 130 auf dem Trager 100 in Zwischenrdumen zwischen
den Leuchtstoffkdrpern 125 aufgebracht werden, so dass die
Leuchtstoffkorper 125 umfangsseitig von der reflektiven Masse
130 umgeben sind. Dies kann durch VergieBen erfolgen. Hierbei
kénnen die scharfen Vorderkanten der Leuchtstoffkorper 125
eine Vorderseitenbenetzung verhindern. Nach einem Ausharten
der reflektiven Vergussmasse 130 kann ferner ein Vereinze-

lungsprozess durchgefihrt werden.

Das Zusammendricken der Leuchtstoffmassen 120 unter Verwen-
dung des zuvor mit den Leuchtstoffmassen 120 versehenen
Hilfstragers 141 ermdglicht es, dass hierdurch Leuchtstoff-
korper 125 gebildet werden, welche eine sich in Richtung der
Vorderseite wenigstens teilweise aufweitende Form aufweisen
(vgl. Figur 9). Hierdurch kann die nachfolgend ausgebildete

reflektive Masse 130 bzw. kdnnen Seitenwadnde der reflektiven
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Masse 130, welche umfangsseitig an die Leuchtstoffkdorper 125
angrenzen, als Reflektoren zur Lenkung von Lichtstrahlung in
Richtung der Vorderseiten der Leuchtstoffkdrper 125 dienen.
Dies kann gegebenenfalls auch in Bezug auf die gemal dem Ver-
fahren der Figuren 1 bis 5 erzeugten Leuchtstoffkdrper 125

zutreffen.

Die Leuchtstoffmassen 120 konnen nicht nur flachgedriickt wer-
den, um auf diese Weise, wie vorstehend beschrieben wurde,
Leuchtstoffkorper 125 mit planen vorderseitigen Oberfliachen
und scharfen Kanten auszubilden. Es ist auch moglich, den
Leuchtstoffmassen 120 wenigstens zum Teil eine vorgegebene
Form zu verleihen. Dies kann dadurch erreicht werden, indem
eine fir das Zusammendriicken eingesetzte Komponente eine
strukturierte bzw. eine Struktur aufweisende Seite besitzt.
Dies kann insbesondere fiir einen Hilfstrdger in Betracht kom-
men. Hierbei konnen die Leuchtstoffmassen 120 vor dem Zusam-
mendricken méglichst genau in Bezug auf die formgebende
Struktur auf dem Hilfstrager aufgebracht werden. Mogliche
Ausfiihrungsformen, welche Abwandlungen des anhand der Figuren
© bis 10 beschriebenen Verfahrens darstellen, werden anhand

der folgenden Figuren naher beschrieben.

Die Figuren 11 bis 14 zeigen eine weitere Prozess-Sequenz,
welche bei der Herstellung optoelektronischer Bauelemente zur
Anwendung kommen kann. Hierbei werden, wie in Figur 11 ge-
zeigt ist, Leuchtstoffmassen 120 vor dem Zusammendriicken auf
einem Hilfstrdger 142 angeordnet. Der Hilfstrdger 142 weist
im Bereich der Seite, auf welcher die Leuchtstoffmassen 120
angeordnet und mit welcher die Leuchtstoffmassen 120 nachfol-
gend zusammengedriickt werden, Strukturelemente in Form von
gekrimmten Vertiefungen 151 auf. Die Vertiefungen 151 kénnen
in der Aufsicht zum Beispiel eine kreisfdrmige Kontur besit-
zen. An diesen Stellen werden die Leuchtstoffmassen 120 posi-
tioniert. Die Vertiefungen 151 und infolgedessen die hier
aufgebrachten Leuchtstoffmassen 120 sind in einem Raster an-
geordnet, welches einem Raster der Halbleiterchips 110 auf

dem Trager 100 entspricht.
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Der mit den Halbleiterchips versehene Trager 100 und der mit
den Leuchtstoffmassen 120 versehene Hilfstrdger 142 werden
nachfolgend auf Werkzeugteilen eines nicht gezeigten Werk-
zeugs angeordnet, und mit Hilfe des Werkzeugs, wie in Figur
12 gezeigt ist, zusammengedriickt. Dies hat ein Eintauchen der
Halbleiterchips 110 in die Leuchtstoffmassen 120 und ein Kom-
primieren der Leuchtstoffmassen 120 zur Folge. Das Komprimie-
ren kann erneut bis zu einer vorgegebenen Materialdicke er-
folgen. Alternativ oder zusdtzlich kann eine Farbortmessung

durchgefihrt werden.

Die durch das Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen 120 ge-
bildeten Leuchtstoffkdrper 125 weisen, infolge der Struktur
des Hilfstragers 142 mit den Vertiefungen 151, hieran ange-
glichene vorderseitige Oberfldchen auf, welche nach aulien
bzw. konvex gekrimmt sind. Aufgrund dieser Form kdnnen die
Leuchtstoffkorper 125 bei den hergestellten Bauelementen als

Linsen wirken.

Nach dem Zusammendriicken werden weitere Schritte wie das Aus-
harten der Leuchtstoffkdrper 125 und das Entformen durchge-
fihrt, wodurch der Trager 100 in dem in Figur 13 gezeigten
Zustand bereitgestellt werden kann. AnschlielRend kann, wie in
Figur 14 gezeigt ist, eine reflektive Masse 130 auf dem Tra-
ger 100 in Zwischenrdumen zwischen den Leuchtstoffkdrpern 125
aufgebracht werden, so dass die Leuchtstoffkorper 125 um-
fangsseitig von der reflektiven Masse 130 umgeben sind. Dies
kann durch VergieRen erfolgen. Auch die Leuchtstoffkdrper 125
mit den gewdlbten Vorderseiten weisen scharfe vorderseitige
Kanten auf, welche eine Vorderseitenbenetzung verhindern kon-
nen. Nach einem Aushdrten der Vergussmasse 130 kann ein Ver-

einzelungsprozess durchgefihrt werden.

Die Figuren 15 bis 18 zeigen eine weitere Prozess-Sequenz,
welche bei der Herstellung optoelektronischer Bauelemente zur
Anwendung kommen kann. Hierbei werden, wie in Figur 15 ge-

zeigt ist, Leuchtstoffmassen 120 vor dem Zusammendriicken auf
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einem Hilfstrager 143 aufgebracht. Der Hilfstrager 143 weist
im Bereich der Seite, auf welcher die Leuchtstoffmassen 120
angeordnet werden und welche fir das nachfolgende Zusammen-
driicken genutzt wird, eine zur Formgebung vorgesehene Struk-
tur in Form von Kavitdten 152 auf. Die Kavitaten 152 sind
durch stegformige Erhebungen, welche Seitenwande der Kavita-
ten 152 bilden, begrenzt. Die Kavitaten 152 sind am Boden
ebenfldchig. In der Aufsicht kdnnen die Kavitaten 152 zum

Beispiel eine kreisformige Kontur besitzen.

Die Leuchtstoffmassen 120 werden derart auf dem Hilfstrager
143 aufgebracht, dass sich die Leuchtstoffmassen 120 wenigs-
tens teilweise in den Kavitaten 152 befinden. Die Leucht-
stoffmassen 120 kénnen hierbei, wie in Figur 15 angedeutet
ist, auch zum Teil aus den Kavitdten 152 herausragen. Die Ka-
vitdten 152 und infolgedessen die auf dem Hilfstrager 143
aufgebrachten Leuchtstoffmassen 120 sind in einem Raster an-
geordnet, welches einem Raster der Halbleiterchips 110 auf

dem Trager 100 entspricht.

Der mit den Halbleiterchips versehene Trager 100 und der mit
den Leuchtstoffmassen 120 versehene Hilfstrdger 143 werden
nachfolgend auf Werkzeugteilen eines nicht gezeigten Werk-
zeugs angeordnet, und mit Hilfe des Werkzeugs, wie in Figur
16 gezeigt ist, zusammengedrickt. Dies ist mit einem Einbrin-
gen der Halbleiterchips 110 in die Leuchtstoffmassen 120 und
Kavitdten 152, und mit einem Komprimieren der Leuchtstoffmas-
sen 120 verbunden. Dieser Vorgang kann soweit erfolgen, bis
sich der Trager 100 und die die Kavitdten 152 begrenzenden
Erhebungen, wie ebenfalls in Figur 16 gezeigt ist, berihren.
Die Erhebungen kénnen somit als Abstandshalter zum Rereit-
stellen eines mechanischen Anschlags dienen, wodurch die
Leuchtstoffmassen 120 auf eine vorgegebene Materialdicke zu-
sammengedriickt werden kodnnen. Gegebenenfalls kann zusatzlich

oder alternativ eine Farbortmessung durchgefithrt werden.

Beim Zusammendricken werden die Leuchtstoffmassen 120 auch an

die Form der Kavitaten 152 des Hilfstragers 143 angeglichen.
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Die hierdurch gebildeten Leuchtstoffkdrper 125, welche vor-
liegend die Kavitaten 152 nicht wvollstandig ausfiillen, weisen
ebene Vorderseiten und scharfe Vorderkanten auf. Angrenzend
an die Vorderseite weisen die Leuchtstoffkdrper 125 einen
durch die Kavitaten 152 vorgegebenen Randbereich mit im Quer-
schnitt senkrecht zur Vorderseite verlaufenden Flanken auf.
Der Randbereich der Leuchtstoffkérper 125 kann, bei Kavitidten
152 mit einer in der Aufsicht kreisfdrmigen Kontur, jeweils
in Form einer kreiszylinderfdrmig umlaufenden Mantelfléache
vorliegen. Die die Kavitdten 152 nicht vollstandig ausfillen-
den Leuchtstoffkorper 125 kdnnen in einem Bereich angrenzend
an den Trager 100 eine sich aufweitende Geometrie besitzen,

wodurch an dieser Stelle Reflektoren gebildet werden konnen.

Nachfolgend werden weitere Schritte wie das Ausharten der
Leuchtstoffkorper 125 und das Entformen durchgefihrt, wodurch
der Trager 100 in dem in Figur 17 gezeigten Zustand bereitge-
stellt werden kann. AnschlieBend kann, wie in Figur 18 ge-
zeigt ist, eine reflektive Masse 130, zum Beispiel durch Ver-
gieBen, auf dem Trager 100 in Zwischenrdumen zwischen den
Leuchtstoffkorpern 125 aufgebracht werden. Die scharfen Vor-
derkanten der Leuchtstoffkdrper 125 kdnnen eine Vorderseiten-
benetzung verhindern. Nach einem Aushadrten der reflektiven

Masse 130 kann ein Vereinzeln erfolgen.

Die Figuren 19 bis 22 zeigen eine weitere Prozess-Sequenz,
bei welcher, wie in Figur 19 gezeigt ist, Leuchtstoffmassen
120 vor dem Zusammendriicken auf einem Hilfstrager 144 aufge-
bracht werden. Der Hilfstrager 144 weist im Bereich der Sei-
te, auf welcher die Leuchtstoffmassen 120 angeordnet werden
und welche fir das Zusammendriicken genutzt wird, eine Struk-
tur in Form von Kavitdten 153 auf. Die Kavitaten 153 sind
durch stegfdérmige Erhebungen, welche Seitenwadnde der Kavita-
ten 153 bilden, begrenzt. Die Kavitdten 153 weisen am Boden
gekrimmte Vertiefungen 151 auf. Die Struktur des Hilfstragers
144 kann als eine Kombination der Strukturen der zuvor be-
schriebenen Hilfstrager 142, 143 aufgefasst werden. Die Kavi-

tdten 153 und Vertiefungen 151 kénnen in der Aufsicht zum
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Beispiel eine kreisfdrmige Kontur besitzen. Die Leuchtstoff-
massen 120 werden derart auf dem Hilfstrager 144 aufgebracht,
dass sich die Leuchtstoffmassen 120 im Bereich der Kavitaten
153 befinden. Die Kavitaten 153 und folglich die Leuchtstoff-
massen 120 sind in einem Raster angeordnet, welches einem

Raster der Halbleiterchips 110 auf dem Trager 100 entspricht.

Der Trager 100 und der Hilfstradger 144 werden nachfolgend auf
Werkzeugteilen eines nicht gezeigten Werkzeugs angeordnet,
und mit Hilfe des Werkzeugs, wie in Figur 20 gezeigt ist, zu-
sammengedriickt. Dies ist mit einem Einbringen der Halbleiter-
chips 110 in die Leuchtstoffmassen 120 und Kavitaten 153, und
mit einem Komprimieren der Leuchtstoffmassen 120 verbunden.
Auch hierbei konnen die die Kavitdten 153 umgebenden Erhebun-
gen des Hilfstradgers 144 als Abstandshalter dienen. Gegebe-
nenfalls kann zusadtzlich oder alternativ eine Farbortmessung

durchgefihrt werden.

Die durch das Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen 120 ge-
bildeten Leuchtstoffkdrper 125 flillen die Kavitdten 153 er-
neut nicht vollstandig aus. Die Leuchtstoffkdrper 125 weisen
durch die Vertiefungen 151 vorgegebene vorderseitige Oberfla-
chen auf, welche nach auBen gekrimmt sind. Auch liegen schar-
fe Vorderkanten vor. Angrenzend an die Vorderseite weisen die
Leuchtstoffkorper 125 einen durch die Kavitdten 153 vorgege-
benen Randbereich auf. Der Randbereich kann, bei Kavitaten
153 mit einer in der Aufsicht kreisfdrmigen Kontur, in Form

einer kreiszylinderférmig umlaufenden Mantelflache vorliegen.

AnschlieBend erfolgen ein Ausharten der Leuchtstoffkérper 125
und ein Entformen, wodurch der Trager 100 in dem in Figur 21
gezeigten Zustand bereitgestellt werden kann. Nachfolgend
kann, wie in Figur 22 gezeigt ist, eine reflektive Masse 130,
zum Beigpiel durch VergieBen, auf dem Tradger 100 in Zwischen-
raumen zwischen den Leuchtstoffkdérpern 125 aufgebracht wer-
den. Die scharfen Vorderkanten der Leuchtstoffkorper 125 kén-
nen eine Vorderseitenbenetzung verhindern. Nach einem Aushar-

ten der reflektiven Masse 130 kann ein Vereinzeln erfolgen.
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In den vorstehend beschriebenen Ausfiihrungsformen erfolgt das
Ausbilden einer reflektiven Masse 130 nach einem Entformen.
Hiervon abweichend kann das Ausbilden der reflektiven Masse
130 auch vor dem Entformen durchgefihrt werden, wie in Figur
23 veranschaulicht ist. Sofern die Leuchtstoffmassen 120 zwi-
schen dem Trager 100 und dem Werkzeugteil 140 zusammenge-
driickt werden, wie es oben anhand von Figur 3 erlautert wur-
de, wird die reflektive Masse 130 hierbei nach einem Aushar-
ten der hierdurch gebildeten Leuchtstoffkoérper 125 in Hohl-
raume eingebracht, welche zwischen dem Tradger 100, den
Leuchtstoffkdorpern 125 und dem Werkzeugteil 140 vorliegen.
Eine solche Vorgehensweise, bei der es sich um einen Trans-
fer-Molding-Prozess handeln kann, erméglicht ebenfalls ein
Aufbringen der reflektiven Masse 130 ohne eine Vorderseiten-
benetzung der Leuchtstoffkdrper 125. Nachfolgend kann die re-
flektiven Masse 130 ausgehdrtet werden, und kann der mit der
reflektiven Masse 130 versehene Trager 100 aus dem Werkzeug

entnommen und vereinzelt werden.

Fir den Fall, dass die Leuchtstoffmassen 120 zwischen dem
Trager 100 und dem Hilfstradger 141 zusammengedrickt werden,
wie es oben anhand von Figur 8 erldutert wurde, wird die re-
flektive Masse 130 nach einem Ausharten der hierdurch gebil-
deten Leuchtstoffkdrper 125 in Hohlraume eingebracht, welche
zwischen dem Trager 100, den Leuchtstoffkdrpern 125 und dem
Hilfstrager 141 vorliegen. Nachfolgend koénnen Schritte wie
ein Aushdrten der reflektiven Masse 130, Entnehmen des Tra-
gers 100 zusammen mit dem Hilfstrager 141 aus dem Werkzeug,
Ablosen des Hilfstragers 141, und ein Vereinzeln erfolgen.
Eine vergleichbare Vorgehensweise kann auch bei Verwendung
des strukturierten Hilfstragers 142 (vgl. Figur 12) in Be-

tracht kommen.

Die anhand der Figuren erlauterten Ausfithrungsformen stellen
bevorzugte bzw. beispielhafte Ausfihrungsformen der Erfindung
dar. Neben den beschriebenen und abgebildeten Ausfihrungsfor-

men sind weitere Ausfihrungsformen vorstellbar, welche weite-
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re Abwandlungen und/oder Kombinationen von Merkmalen umfassen
kébnnen. Es ist zum Beispiel mdglich, anstelle von oben ange-
gebenen Materialien andere Materialien zu verwenden. Des Wei-
teren konnen obige Angaben zu Farben von Lichtstrahlungen

durch andere Angaben ersetzt werden.

In BRezug auf weitere Materialien kann es in Betracht kommen,
dass die in dem Grundmaterial 121 enthaltenen Partikel 122
zusdtzlich zu Leuchtstoffpartikeln weitere Partikel umfassen.
Hierunter koénnen, neben den oben erwdhnten Streupartikeln,
zum Beispiel reflektive Partikel sowie Pigmente fallen. Es
ist méglich, dass unterschiedliche Partikel 122 in dem Grund-
material 121 enthalten sind. Streupartikel kénnen die Leuch-
teigenschaften eines optoelektronischen Bauelements beein-
flussen, und zum Beispiel eine Lichtmischung in einem Form-
bzw. Leuchtstoffkdrper 125 ermdglichen. Uber reflektive Par-
tikel kann einem Form- bzw. Leuchtstoffkdrper 125 eine weille
Korperfarbe verliehen werden. Mit Hilfe von anorganischen

Pigmenten kann eine andere Koperfarbe hervorgerufen werden.

Das Verfahren bzw. die anhand der Figuren erlauterten Ausfih-
rungsformen und deren mdgliche Abwandlungen kdnnen auch mit
Formmassen 120 durchgefiihrt werden, welche keine Leuchtstoff-
partikel aufweisen. Solche leuchtstofffreien Formmassen 120
kénnen ebenfalls ein strahlungsdurchlassiges Grundmaterial
121, zum Beispiel Silikon, aufweisen. In dem Grundmaterial
121 kénnen Partikel 122, zum Beispiel Streupartikel, reflek-
tive Partikel und/oder Pigmente eingebettet sein oder auch
nicht. Derartige Ausgestaltungen kdénnen zum Beispiel in Be-
tracht kommen, um nach dem Ausbilden von Formkdrpern 125 de-
ren Form zum Herstellen von Reflektoren mit Hilfe einer re-

flektiven Masse 130 zu nutzen.

Anstelle der beschriebenen Halbleiterchips 110 kénnen andere
optoelektronische Halbleiterchips zum Erzeugen einer Licht-
strahlung zur Anwendung kommen. Beigpielsweise konnen Halb-
leiterchips verwendet werden, welche zwei Vorderseitenkontak-

te aufweisen. Derartige Halbleiterchips kénnen durch Kleben
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auf einem Trager 100 befestigt werden. Die Vorderseitenkon-
takte konnen mit Hilfe von Bonddradhten 115 an Gegenkontakte
des Tragers 100 angeschlossen werden. Moglich ist ferner die
Verwendung von Halbleiterchips mit zwei Riickseitenkontakten.
Uber die Riickseitenkontakte koénnen derartige Halbleiterchips,
zum Beigspiel unter Verwendung eines Lotmittels oder leitfahi-
gen Klebstoffs, mechanisch und elektrisch mit Gegenkontakten
eines Tragers 100 verbunden werden. In einer weiteren Varian-
te konnen als Volumenemitter ausgebildete Halbleiterchips

eingesetzt werden.

Abweichend von den in den Figuren gezeigten und beschriebenen
Strukturen zur Formgebung von Form- bzw. Leuchtstoffmassen
120 koénnen andere Strukturen in Betracht kommen. Beispiels-
weise kann ein Hilfstrdger mit Kavitdten zum Einsatz kommen,
wobei die Kavitdten ausgehend von einem Bodenbereich eine
sich wenigstens teilweise aufweitende Geometrie besitzen.
Dadurch kénnen Form- bzw. Leuchtstoffkdrper 125 mit einer
vorgegebenen, sich in Richtung der Vorderseite wenigstens

teilweise verbreiternden Form ausgebildet werden.

In BRezug auf die Verwendung von Strukturen kann des Weiteren
in Betracht kommen, uneinheitliche Strukturen zu verwenden,
d.h. dass auf einem Hilfstrager verschiedene Strukturelemente
vorgesehen sind. Auf diese Weise kénnen durch das Zusammen-
dricken von Formmassen 120 Form- bzw. Leuchtstoffkdrper 125

mit verschiedenen Formen auf einem Tradger 100 erzeugt werden.

Es ist des Weiteren moglich, fiir das Zusammendriicken wvon
Form- bzw. Leuchtstoffmassen 120 ein Werkzeugteil zu verwen-
den, welches im Bereich der zum Zusammendriicken vorgesehenen
Seite eine Struktur aufweist. Fir ein solches Werkzeugteil
kénnen die gleichen Strukturen vorgesehen werden, wie sie mit
Bezug auf Hilfstrager gezeigt und beschrieben wurden. In die-
sem Sinne kann es sich zum Reispiel bei den in den Figuren
12, 16, 20 gezeigten Komponenten 142, 143, 144 auch um Werk-
zeugteile handeln, welche zum Zusammendriicken der zuvor auf

dem Tradger 100 aufgebrachten Formmassen 120 verwendet werden.
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In Bezug auf ein Werkzeugteil ist es ferner méglich, vor dem
Zusammendriicken hierauf Formmassen 120 aufzubringen, so dass
vergleichbar zur Verwendung eines Hilfstrdgers im Rahmen des
Zusammendriickens ein Eintauchen von Halbleiterchips 110 in

die Formmassen 120 erfolgen kann.

In einer weiteren moglichen Variante kann ein Ausbilden einer
reflektiven Masse 130 entfallen. In dieser Ausgestaltung kann
ein Vereinzeln des Tragers 100 in Einzel- oder Mehrchipbau-

elemente nach einem Entformen durchgefiihrt werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzugte Ausfiihrungs-

beispiele naher illustriert und beschrieben wurde, so ist die
Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschrankt
und andere Variationen kdnnen vom Fachmann hieraus abgeleitet

werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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Bezugszeichenliste
100 Trager
110 Halbleiterchip
115 Bonddraht
120 Formmasse, Leuchtstoffmasse
121 Grundmaterial
122 Partikel, Leuchtstoffpartikel
125 Formkdérper, Leuchtstoffkorper
130 Reflektive Masse
140 Werkzeugteil
141, 142 Hilfstrager
143, 144 Hilfstrager
151 Vertiefung
152, 153 Kavitat
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Patentanspriiche

1.

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bau-

elements, umfassend die Verfahrensschritte:

Anordnen mehrerer optoelektronischer Halbleiterchips

(110) auf einem Trager (100); und

Gemeinsames Zusammendriicken von separaten Formmassen
(120) im Bereich der optoelektronischen Halbleiterchips
(110), wobei separate Formkdrper (125) im Bereich der
optoelektronischen Halbleiterchips (110) gebildet wer-

den.

Verfahren nach Anspruch 1,

wobel die Formmassen (120) vor dem Zusammendriicken auf

dem Trager (100) im Bereich der optoelektronischen Halb-

leiterchips (110) aufgebracht werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Zusammendriicken unter Verwendung eines Werk-
zeugteils (140) durchgefithrt wird, welches im Bereich
einer zum Zusammendriicken der Formmassen (120) vorgese-

henen Seite eine ebene Form aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2,

wobei das Zusammendriicken unter Verwendung eines Werk-
zeugteils durchgefithrt wird, welches im Bereich einer
zum Zusammendricken der Formmassen (120) vorgesehenen

Seite eine Struktur aufweist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeili die Formmassen (120) vor dem Zusammendriicken auf
einem Hilfstrager (141, 142, 143, 144) aufgebracht wer-

den.

Verfahren nach Anspruch 5,

wobei der Hilfstrager (142, 143, 144) im Bereich einer
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11.

12.

35

zum Zusammendricken der Formmassen (120) vorgesehenen

Seite eine Struktur (151, 152, 153) aufweist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
weiter umfassend:

Ausharten der Formmassen (120) nach dem Zusammendricken.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Formmassen (120) ein Grundmaterial (121) und
Partikel (122) aus der folgenden Gruppe aufweisen:
Leuchtstoffpartikel zur Strahlungskonversion;
Streuende Partikel;

Reflektive Partikel; und/oder

Pigmente.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
weiter umfassend:

Aufbringen einer reflektiven Masse (130) auf dem Trager
(100) derart, dass die Formkdrper (125) umfangsseitig

von der reflektiven Masse (130) umgeben sind.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Formmassen (120) bis zu einer vorgegebenen Ma-

terialdicke zusammengedrickt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, wei-
ter umfassend:

Betreiben wenigstens eines optoelektronischen Halb-
leiterchips (110) und Erfassen einer Lichtstrahlung wah-

rend des Zusammendrickens der Formmassen (120).

Verfahren nach Anspruch 11,

wobei die Formmassen eine Strahlungskonversion bewirken-
de Leuchtstoffmassen (120) sind, wobeil wahrend des Zu-
sammendriicken der Leuchtstoffmassen (120) eine Farbort-
verschiebung der erfassten Lichtstrahlung stattfindet,
und wobei das Zusammendriicken der Leuchtstoffmassen

(120) so weit erfolgt, bis die erfasste Lichtstrahlung
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14.

36

einen Farbort aufweist, welcher einem vorgegebenen Far-

bort entspricht.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 oder 12,

wobei Komponenten eines zum Zusammendriicken eingesetzten
Werkzeugs und/oder eines verwendeten Hilfstragers zumin-
dest bereichsweise strahlungsdurchlédssig ausgebildet

sind.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die durch das Zusammendriicken der Formmassen (120)
gebildeten Formkdrper (125) eine sich in Richtung einer
Vorderseite wenigstens teilweise verbreiternde Form auf-

weisen.
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